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Ein typisches EPO-TEK Datenblatt ist in drei Abschnitte unterteilt:

Anwendungshinweise

Typische Eigenschaften

Allgemeine Produkteinformationen

Bei der Wahl eines EPO-TEK® Produkts unabhangig der Anwendung bietet das technische Datenblatt wichtige Informationen und

gibt zugleich eine niitzliche erste Bezugsrichtung. Es ist daher wichtig, dass das technische Datenblatt richtig gedeutet wird, damit
die gewlinschten Eigenschaften erzielt und mogliche Probleme vermieden werden kénnen.

Allgemeine Produkteinformationen

IERQXS

Number of Components: Two

Mix Ratio By Weight: 20:5

Specific Gravity: .
Part A -87
iy (11- 2 Hours

g:‘ ILfI'Lei;e' One year at room temperature
el .

Note: Container(s) should be kept clos!

,ed when not in use. Filled systems should be stirred thoroughly before mixing and prior to use
sl

EPO-TEK® 301
Technical Data Sheet

For Reference Only
Spectrally Transparent Epoxy

mmended Cure:
e 65°C 2 Hours
inimum Alternative Cure(s): )
bf\ll:;;e' May not achieve performance properties below
‘ 65°C 1 Hour
23°C 24 Hours

S -
~ MIXED VOLUME SHOULD NOT EXCEED 25 GRAM.

Auf dem Datenblatt oben links ist angegeben, ob es sich um
ein 1- oder ein 2-Komponenten Produkt handelt, das
Mischverhdltnis, das spezifische Gewicht (Dichte) sowie
Topfzeit und Haltbarkeit.

Die Topfzeit wird tiber die benotigte Zeitdauer, in der sich
die Viskositat verdoppelt oder bei niederviskosen Produkten
vervierfacht (<1000 cPs) bestimmt. Ist keine

Lagertemperatur angegeben, kann bei Raumtemperatur
(23°C) gelagert werden.

Einige technische Datenblatter enthalten eine zweite Spalte
mit geanderten Angaben zu Topfzeit, Haltbarkeit und spez.
Gewicht. Solche Produkte werden in der Regel in
vorgemischten, gefrorenen Kartuschen vertrieben (wenn auf
dem Datenblatt keine zweite Spalte enthalten ist, heisst das
nicht zwingend, dass das Material nicht auch vorgemischt
und gefroren erhaltlich ist). Fir gefrorene Kartuschen
werden keine separaten Datenblatter erzeugt, da das
Produkt sich nicht vom 2-Komponenten Material
unterscheidet.

Hinweis:

Oben rechts auf dem Datenblatt befinden sich
Informationen zum Aushérten, beide, das empfohlene
Ausharteprogramm (recommended cure schedule) als auch
das vorgeschlagene minimale Ausharteprogramm
(suggested minimum schedule).

Um optimale Eigenschaften zu erhalten, ist das empfohlene
Aushédrteprogramm dem Minimalen vorzuziehen.
Alternative minimale Ausharteprogramme garantieren zwar
Haftung, sind aber keineswegs die absolut beste
Ausharteempfehlung.

Bei tieferen Temperaturen als angegeben auf dem
Datenblatt werden unsere Klebstoffe nicht ausharten, auch
nicht bei langerer Aushartezeit. Weiter gilt es zu erwahnen,
dass die aufgelisteten Ausharteprogramme als separate
Ausharteprogramme zu verstehen sind (eine Zeitangabe,
eine Temperaturangabe) und nicht als einzelne Schritte in
einem langeren Ausharteprozess, ausser anders angegeben.
Fiir mehr Informationen zum Aushérten, siehe auch

Tech Tip Nr. 6.

Einige Produkte sind schnell-reagierend (exotherm). In grésseren Mengen konnen solche Produkte sehr schnell und energisch
reagieren. Technische Datenblatter fir solche Produkte enthalten eine Warnung unterhalb der Haltbarkeit und den
Ausharteprogrammen mit Angaben zur maximal-empfohlenen Menge pro Mischung und/oder Aushartung. Diese Warnung dient zur
Vermeidung einer méglichen unkontrollierbaren Reaktion. Die Warnung sollte beachtet und befolgt werden.




Anwendungshinweise

echanical

Product pescription:
EPO-TE! 301 isatwo component, room temperature curing epoxy featuring very low viscosity, and excellent optical-m

properties.

£PO-TEK® 301 Advantages & Suggested Application Notes:
. Semiconductor: optical glob top or underfill; adhesion to common wafer passivation, solder mask and flex circuits; compatible with
LED die, Si, GaAs.
e PCB: general potting and protection over FR4, flex, or ceramic PCBs.

o Medical:
o

with USP Class \Y| Biocompatibility standards. Suggested for medical devices such as

roducts; adhesion to stainless steel, titanium, and most plastics;
- resistind 23 radiation; pottin and

Itis NONTOXlC—-—oomp|ying
catheters, hand and tooling. dental, and endoscopic P
. -i7ing techniques like ETO, gamma, and autoclave (65°CI1 hour curé

Is; CT Detector packaging; adhesive for
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Typische Eigenschaften

o http.Iloutgassing.nasa.govl

cation. Data pelow is not guaranteed. pifferent patches, conditions and

uide only, notasa specifi g
tance basis) o

Typical Pro rties: (To be usedasagd . X
applications yield differing results; Cure condition: varies as required; denotes test on lot accep
Physical Properties: - 4
Color: Part A: Clear/Colorless Ppart B: Clear/Colorless Die Shear Strength @ 23°C: 2 1°0 Kg/ 3400 ps!
“Consistency: Pourable liquid Degradation Temp- (TGA): 430°C
*Viscosity (@100 RPM/23°C): 100 — 200 cPs Weight Losso'. )
Thixotropic Index: N/A ) 200 QC. 0.12‘;/»
*Glass Transition Temp.(T9): 265°C (Dynamic Cure ) 250°c: 0.13 °/»
20—200°C IS0 25 Min; amp 10—200°C @ 20°C/Min) @ 300°C: 0.39 /3
Coefficient of Thermal Expansion (CTE): Operating Temp: 5 )
Below Tg: 39X 10® infin/°C Continuous: - 55°C to 200°C
Above Tg: 98X 10% infin°C Intermittent: - 55°C 10300°C
Shore D Hardness: 8! Storage Modulus @ 23°C: 327 AB3 ps!
Lap Shear strength @ 23°C: > 2,000 psi — a “particle Slz;i cNIA
cal Pro| :
2 . 1.519 589 nm spectral Transmission: >99% 380-980nmM | >97% 980-1 640nm
Refractive Index @?23°C (uncured) @ pe! et R
Electrical & Thermal properties: "
Thermal Conductivity: N/A Volume Besistivity @23°C: 21x10 Ohm-cm
Dielectric Constant (1 KHz): 4.00 Dissipation Factor m): 0.016
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Ubersichtslegende zu den Datenblatteigenschaften

Eigenschaft Beschreibung

Farbe (Color) Die angegebene Farbe bezieht sich auf das ungehéartete Material und kann nach
der Aushartung andern. Farbe gehort zu den Parametern, welche bei jedem Los
geprift werden (mit Stern * versehen). S. dazu auch Tech Tip 14.

Beschaffenheit Driickt in Worten aus, was die Werte Viskositat und Thixotropie bedeuten, z.B.
,smooth thixotropic paste” oder ,pourable liquid”
Viskositat Wird an 0.5 cc Material mittels Brookfield Viscosimeter ermittelt. Andere

Viscosimeter, Geschwindigkeiten und Materialmengen konnen zu
unterschiedlichen Viskositatswerten fuhren. S. auch Tech Tip Nr. 3.

Thixotropie Index Falls N/A angegeben ist, kann der Wert ,1“ angenommen werden, was heisst,
dass das Material nicht thixotrop ist. S. auch Tech Tip Nr. 3.
Tg (Glasiibergangstemperatur) Durch dynamisches Harten wird die maximale Glastibergangstemperatur (Tg)

erreicht. Individuelle Ofen-Ausharteprogramme kdnnen zu abweichenden
Resultaten fiihren. Das dynamische Ausharten wird nicht als Standard-
Ausharteprogramm empfohlen. Fiir mehr Angaben zu den Testmethoden s.
,Epo-Tek Adhesive Application Guide” bzw. Tech-Tip 23.

CTE Fr mehr Angaben zu den Testmethoden s. ,Epo-Tek Adhesive Application

(Wéarmeausdehnungskoeffizient) Guide”

Harte Shore A bezeichnet weichere Stoffe, Shore D hartere. Werte von +/- 5 sind
akzeptabel.

Zugscherkraft Fr mehr Angaben zu den Testmethoden s. ,Epo-Tek Adhesive Application
Guide”

Schubscherkraft (Die Shear) Fr mehr Angaben zu den Testmethoden s. ,,Epo-Tek Adhesive Application
Guide”

Zersetzungstemperatur Fiir mehr Angaben zu den Testmethoden s. ,Epo-Tek Adhesive Application
Guide”

Gewichtsverlust Ist eine quantitative Angabe zur Bestimmung vom Ausgasen. Scheint ein

Material wenig auszugasen, ist aber nicht als NASA ASTM E595 gelistet, wurde
es vielleicht nur noch nicht unter NASA Spezifikationen getestet.

Betriebstemperatur Betriebstemperaturen sind Empfehlungen in Bezug auf Ausgasung und
Zersetzungstemperatur des Epoxidharzes

Speichermodul Gemessen mit ,Dynamic Mechanical Analysis“ (DMA), eine gute
Anndherungsmessung des Elastizitditsmodul nach Young. S. Tech-Tip 19

lonen Nur gelistet wenn bestimmte lonen im Produkt vorhanden sind. Falls leer, sind
keine Daten zum lonengehalt verfiigbar.

Partikelgrésse (Korngrésse) Gemessen mittels Hegman Gauge, Toleranz +/- 10 microns. S. Tech-Tip 17

Thermische Leitfahigkeit Héangt stark von der gewahlten Aushartung ab und wird nur an Produkten
gemessen, welche fir Anwendungen mit thermischer Leitfahigkeit entwickelt
wurden.

Durchgangswiderstand Abgelesen bei 23°C, jedoch in Bezug auf die unter ,Typical Properties”
angegebene Aushartung, ausser anders vermerkt. S. Tech-Tip 15

Dielektrizitatskonstante Gemessen bei angegebener Frequenz

Dielektrischer Verlustfaktor Gemessen bei angegebener Frequenz

Lichtdurchlassigkeit Nur bei optischen Produkten getestet. Die Dicke der Testsubstrate variiert von
Produkt zu Produkt, Gblicherweise zwischen 400 und 2000 nm angegeben. S.
Tech-Tip 18

Brechungsindex Nur bei optischen Produkten getestet. Tests werden bei 589 nm an

ungehartetem Material durchgefiihrt. Der Index nimmt zu bei gehartetem
Material und fallt ab bei erhéhter Wellenldnge. S. Tech-Tip 18

Bitte kontaktieren Sie uns fiir erganzende
Auskiinfte und weitere Hinweise.
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